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AP500X
AP500X水溶性助焊剂 

AP500X是一种水溶性零卤素粘性助焊剂，适用于微凸点间距倒装芯片焊接和 BGA封装。这款助
焊剂具有出色的润湿性能，适用于各种焊盘，例如 OSP铜焊盘和化镍金焊盘。AP500X的可操作
时间长，回流后可用去离子水轻松清洗。

主要优势
水溶性
零卤素
出色的润湿性能
可操作时间超过 12小时
有效去除 OSP铜焊盘上的 OSP层
实现零缺陷微凸点间距倒装芯片焊接



			 

经 X射线检测，铜柱凸点处未观察到明显的焊料空洞  

倒装芯片测试装置

芯片尺寸 2x3 mm 

铜柱尺寸 35 µm

铜柱间距 60 µm

铜柱高度 40 µm

铜柱合金 Cu + SnAg
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微凸点间距倒装芯片焊接 X-SEM分析 

X射线成像（全局）

凸点 1 凸点 2 凸点 3

AP500X具有出色的润湿性，在化镍金表面形成 30~35 µm的铜柱凸点
回流后在铜柱焊点处无虚焊、爬锡或桥连缺陷 

OSP是一种碳、氮、氧含量较高的有机化合物
AP500X助焊剂可有效去除 OSP层

X射线成像（中心位置）

去除 OSP层

600 X 700 µm 
OSP铜焊盘 回流焊前 - 对照组 助焊剂 A回流焊 -  

未有效去除 OSP层
AP500X助焊剂回流焊 -  
有效去除 OSP层

光学显微镜下观察

元素分析 
(SEM-EDX)
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